
LASENSacoustic

Akustisches Echtzeit-Monitoring für die  
Lasermikrobearbeitung

Die Qualitätskontrolle in der Lasermikrobe-
arbeitung erfordert häufig hohen Zeit- und 
Technikaufwand. Mikro- und Submikrometer-
strukturen lassen sich meist erst nach Prozess-
ende mithilfe aufwendiger Mikroskopverfahren 
bewerten. Leistungsschwankungen des Lasers 
oder Positionsänderungen bleiben oft unent-
deckt und verursachen inhomogene Oberflä-
chenstrukturen oder fehlerhafte Bauteile.

Anlagenintegration

Die kompakten Abmessungen ermöglichen 
die Integration des Moduls LASENSacoustic in 
zahlreiche bestehende Laseranlagen. Eine TCP /

IP-REST-Schnittstelle bindet das Modul direkt 
an die Maschinensteuerung an. Alternativ 
visualisiert und analysiert eine integrierte Web-
oberfläche die Messdaten direkt am Modul.  
Power over Ethernet versorgt das System 
mit Spannung und Daten über ein einziges 
Netzwerkkabel.

Messprinzip

Spezielle MEMS-Mikrofone erfassen die 
während der Laser-Material-Wechselwirkung 
entstehenden Schallemissionen in einem 
Frequenzbereich von 40 bis 80 kHz. Das Modul 
analysiert charakteristische Parameter wie 

Das Monitoringmodul LASENSacoustic erfasst die Schallemissionen während  
der Laserbearbeitung und bewertet die Prozessqualität in Echtzeit. So lassen 
sich Abweichungen sofort erkennen – ohne dass das Werkstück die Maschine  
verlassen muss.
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Amplitude und Impulsform und korreliert diese 
mit dem Prozesszustand. Eine zusätzlich integ-
rierte Kamera ermöglicht die visuelle Prozess-
kontrolle und erleichtert die Positionierung des 
Sensors relativ zur Bearbeitungszone. 
 
Auswertung der Messdaten

LASENSacoustic analysiert Messdaten in 
mehreren Auswertungsstufen: Die Rohdaten 
und berechneten Amplitudenwerte können 
direkt an die Maschinensteuerung übertragen 
werden. Der Vergleich mit Referenzmessungen 
bewertet den Prozesszustand in Echtzeit und 
identifiziert qualitätsrelevante Abweichungen. 
Ein besonderes Merkmal ist die Erstellung 
einer »akustischen Abbildung«: Dabei 
erzeugt das System ein zweidimensionales 

Links:

Erfassung der Schallemis-

sionen während der Laser-

bearbeitung durch das 

LASENSacoustic-Modul

Rechts:

Akustische Prozess-

überwachung bei der 

Laserstrukturierung

Bild der bearbeiteten Oberfläche, das auf der 
räumlichen Verteilung der Schallemissionen 
basiert. Fehler wie ungleichmäßige Ablation, 
Fremdkörper oder Parameterabweichungen 
werden so visuell sichtbar und lassen sich 
dokumentieren.

Anwendungen

Laserbasierte Oberflächenstrukturierung  
(z. B. DLIP)
Lasermikroschweißen
Laserschneiden
Prozessbegleitende Qualitätskontrolle in der 
Mikromaterialbearbeitung

Technische Daten

Breite x Tiefe x Höhe

Masse

Frequenzbereich

Abtastrate (intern)

Mikrofone

Kamera

Schnittstellen

Spannungsversorgung

195,3 mm x 134 mm x 70,9 mm

1 kg

40–80 kHz

192 kHz 

MEMS-Mikrofone für Prozessüberwachung

 Integriert für visuelle Prozesskontrolle (C-Mount) 

TCP / IP, REST-API, Weboberfläche

Power over Ethernet (PoE) 

2 mm

Video LASENSacoustic


